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   Ｈ０１Ｂ  17/60     (2006.01)
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   Ｈ０１Ｂ   3/44     (2006.01)
   Ｈ０１Ｂ   5/14     (2006.01)
   Ｈ０１Ｂ  13/00     (2006.01)
   Ｈ０５Ｋ   1/09     (2006.01)
   Ｈ０５Ｋ   3/12     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｂ３２Ｂ    7/02     １０３　
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   Ｈ０１Ｂ   17/60     　　　Ｚ
   Ｈ０１Ｂ    3/40     　　　Ｃ
   Ｈ０１Ｂ    3/44     　　　Ａ
   Ｈ０１Ｂ    3/44     　　　Ｍ
   Ｈ０１Ｂ    3/44     　　　Ｚ
   Ｈ０１Ｂ    5/14     　　　Ａ
   Ｈ０１Ｂ    5/14     　　　Ｂ
   Ｈ０１Ｂ   13/00     ５０３Ｂ
   Ｈ０１Ｂ   13/00     ５０３Ｄ
   Ｂ３２Ｂ    7/02     １０４　
   Ｈ０５Ｋ    1/09     　　　Ａ
   Ｈ０５Ｋ    3/12     ６１０Ｇ
   Ｈ０５Ｋ    3/12     ６１０Ｂ

【手続補正書】
【提出日】平成29年2月15日(2017.2.15)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　金属ナノワイヤを含む透明導電パターンが形成された基板を製造するための透明導電パ
ターン形成用基板であって、表面にＴｇが２００℃以下の非晶性の熱可塑性樹脂またはＴ
ｇが２００℃以下の硬化性樹脂プレポリマーで光照射により三次元架橋構造となる硬化性
樹脂よりなる透明樹脂層が形成されていることを特徴とする透明導電パターン形成用基板
。
【請求項２】
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　前記透明樹脂層が環状ポリオレフィン樹脂、ポリカーボネート樹脂、エポキシ樹脂、ポ
リビニルブチラール樹脂、エチレン酢酸ビニル共重合樹脂、エチレンビニルアルコール共
重合樹脂、アクリル樹脂のいずれかにより構成されている請求項１に記載の透明導電パタ
ーン形成用基板。
【請求項３】
　上記基板がガラス、ポリイミド、結晶性を有し融点が２００℃以上の熱可塑性樹脂また
はＴｇが２００℃以上の熱硬化性樹脂により構成されている請求項１または請求項２に記
載の透明導電パターン形成用基板。
【請求項４】
　基板表面に形成され、Ｔｇが２００℃以下の非晶性の熱可塑性樹脂または、光焼成前に
は三次元架橋していない硬化性樹脂プレポリマーが光照射により三次元架橋された硬化性
樹脂よりなる透明樹脂層と、
　前記透明樹脂層上に所定のパターン形状で堆積され、かつ外周で接合された交差部を有
する金属ナノワイヤを含む透明導電パターンと、
を備える透明導電パターン形成基板。
【請求項５】
　前記透明樹脂層が環状ポリオレフィン樹脂、ポリカーボネート樹脂、エポキシ樹脂、ポ
リビニルブチラール樹脂、エチレン酢酸ビニル共重合樹脂、エチレンビニルアルコール共
重合樹脂、アクリル樹脂のいずれかにより構成されている請求項４に記載の透明導電パタ
ーン形成基板。
【請求項６】
　上記基板がガラス、ポリイミド、結晶性を有し融点が２００℃以上の熱可塑性樹脂また
はＴｇが２００℃以上の熱硬化性樹脂により構成されている請求項４または請求項５に記
載の透明導電パターン形成基板。
【請求項７】
　基板表面にＴｇが２００℃以下の非晶性の熱可塑性樹脂または光焼成前には三次元架橋
していない硬化性樹脂プレポリマーよりなる透明樹脂層を形成し、
　前記透明樹脂層上に金属ナノワイヤを所定のパターン形状に堆積し、
　前記堆積された金属ナノワイヤに、パルス幅が２０マイクロ秒から５０ミリ秒であるパ
ルス光を照射して前記金属ナノワイヤの外周交差部を接合することを特徴とする透明導電
パターン形成基板の製造方法。
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